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この資料は英語版を翻訳したもので、内容に相違が生じる場合には原文を優先します。こちらの日本語版は参考用としてご利用
ください。設計の際には、最新の英語版で内容をご確認ください。

2. アーキテクチャおよび
特長の概要

はじめに アルテラの HardCopy®II デバイスは、多様なアプリケーションに最適
な高集積度、高性能、および低消費電力を提供するアーキテクチャを備
えています。HardCopy IIデバイスは、Stratix®II FPGAデバイスと互換
性のあるピン配置、集積度、およびアーキテクチャを備えた低コストの
ストラクチャード ASIC です。HardCopy II デバイスは、ダイ面積およ
びコア・リソースを最適に利用することで、Stratix II FPGAと同等の機
能を提供します。インシステム・プロトタイプおよびデザイン検証のた
めの Stratix II FPGA、量産向けHardCopy IIデバイス、およびQuartus® II
デザイン・ソフトウェアを組み合わせることにより、プロトタイプから
量産への完全かつシームレスなパスを提供します。表 2–1に、
HardCopy IIデバイスの概要を示します。

表 2–1. HardCopy IIファミリの概要  （１ /２）

特長 HC210W (1) HC210 HC220 HC230 HC240

ユーザブル ASICゲート数 (2) 1,000,000 1,000,000 1,900,000 2,900,000 3,600,000

M4K RAMブロック数
（4 Kビット + パリティ）

190 190 408 614 768 (3)

M-RAMブロック数
（512Kビット + パリティ）

0 0 2 6 9

トータル RAMビット数
（パリティ・ビットを含む）

875,520 875,520 3,059,712 6,368,256 8,847,360

enhanced PLL数 2 2 2 4 4

fast PLL数 2 2 2 4 8

H51016-2.4
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機能の説明 HardCopy II デバイス・ファミリは、量産向けストラクチャード ASIC
に移行する前の FPGAプロトタイプを使用したデザインに対して、高い
柔軟性を提供します。HardCopy II ストラクチャード ASIC にシームレ
スに移行する前に、設計者は Stratix II FPGAを使用してプロトタイプを
作成し、デザインの機能をテストできます。プロトタイプ FPGAには複
数のオプションがあり、設計者は量産および最大限のコスト削減を達成
するために、最適な HardCopy II デバイスを選択することができます。
Quartus II デザイン・ソフトウェアは、デザイン要件に基づいて最適な
HardCopy II デバイスの選択を支援する Device Resource Guide などの
機能を備えています。

Device Resource Guideについて詳しくは、「HardCopyシリーズ・ハン
ドブック」の「Quartus II Support for HardCopy II Devices」の章を参
照してください。

パッケージ
（最大ユーザ I/Oピン数） (4)、(5)

484ピン
FineLine BGA 

(308)

484ピン
FineLine BGA 

(334)

672ピン
FineLine BGA 

(492)
780ピン

FineLine BGA 
(494)

1,020ピン
FineLine BGA 

(698)

1,020ピン
FineLine BGA 

(742)
1,508ピン

FineLine BGA 
(951)

FPGA
プロトタイプ・オプション

EP2S30
EP2S60
EP2S90

EP2S30
EP2S60
EP2S90

EP2S60
EP2S90

EP2S130

EP2S90
EP2S130
EP2S180

EP2S180

表 2–1の注 :
(1) HC210Wデバイスは、ワイヤボンド・パッケージを使用しています。他のすべてのHardCopy IIデバイスおよび

Stratix II FPGAはフリップ・チップ・パッケージを使用しています。ワイヤボンド・パッケージのデバイスとフ
リップ・チップ・パッケージのデバイスでは、性能とシグナル・インテグリティ特性が異なります。

(2) HardCopy IIベース・アレイで使用可能な ASICゲート数です。Stratix II FPGAプロトタイプで実現可能なロジッ
クや DSP機能が実装されます。

(3) 使用可能なM4Kブロックの総数は 768であり、これによって EP2S180デバイスを使用してプロトタイプを作成
するときのマイグレーション互換性が確保されます。この値は、Quartus IIソフトウェアが示すHC240の物理的
M4K総数とは異なる場合があります。

(4) I/Oピン数は、クロック信号またはデータ入力として使用できる専用クロック入力ピンを含みます。
(5) Quartus IIソフトウェアの I/Oピン数は、汎用 I/Oピンとして使用できない 1本の追加ピン（PLLENA）を含み

ます。PLLENAピンは、PLLのイネーブルにするためだけに使用できます。

表 2–1. HardCopy IIファミリの概要  （２ /２）

特長 HC210W (1) HC210 HC220 HC230 HC240



Altera Corporation 2–3
2007年 6月 暫定サポート

機能の説明

HardCopy II デバイスでは、設計者はデバイス移行プロセスにほとんど
関わらずに済みます。また、ASIC の開発とは異なり、プロトタイプ作
成は FPGAを使用して実行されるため、設計者はテスト・ベンチやテス
ト・ベクタを作成したり、タイミングやファンクションのシミュレーショ
ンを行う必要はありません。

HardCopy II は、特定のデバイス集積度のすべてのデザインに共通の
ベース・アレイとデザイン固有のカスタマイズを行った 2つのメタル層
で構成されています。再プログラム可能な FPGAのロジック、配線、メ
モリおよび FPGA コンフィギュレーション関連のロジックは、
HardCopy II デバイスでは排除されています。すべてのコンフィギュ
レーションおよびプログラマブルな配線リソースをなくし、それをダイ
レクト・メタル接続に置き換えることで、ダイ・サイズが大幅に縮小さ
れ、確実にコストが削減されます。HCellアレイで構成される微細なアー
キテクチャにより、ダイの縮小およびコスト削減がさらに進み、多様な
アプリケーションに適した高性能および低消費電力の低コストストラク
チャード ASICが実現します。

Stratix II FPGAの SRAMコンフィギュレーション・セルは、HardCopy II
デバイスではデバイス内のロジック、メモリ、PLL（Phase-Locked Loop）、
および I/Oエレメントのファンクションを定義するメタル接続に置き換
えられます。これらのリソースは、メタル層を通して相互に接続されま
す。製造した HardCopy IIデバイスは、デバイス機能が確定しています。

HardCopy IIデバイスは、Stratix II FPGAと同じ 90 nmプロセス・テク
ノロジを使用して製造され、同じコア電圧（1.2 Vで動作します。また、
HardCopy IIデバイスのアーキテクチャ機能は、ほぼ全面的に Stratix II
FPGAアーキテクチャ機能と同等です。HardCopy IIデバイスは、HCell、
メモリ・ブロック、PLLおよび IOEを備えています（図 2–1）。
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図 2–1. HC230デバイスの例を示すブロック図 注 (1)

図 2–1の注 :
(1) 図 2–1は、デバイスのフロアプランをグラフィカルに示したものです。詳細なフロアプランは、Quartus IIソフト

ウェアで表示することができます。 

HardCopy II
と Stratix IIの
類似点と
相違点

HardCopy IIデバイスは、Stratix II FPGAの機能を継承します。これら
のアーキテクチャ機能の HardCopy IIストラクチャード ASICへの実装
は、いくつかの例外を除いて Stratix II FPGA における実装と同じです。
表 2–2に、HardCopy IIデバイスと Stratix II FPGAデバイスの機能の実
装における質的な比較を示します。本章の他の項では、HardCopy II の
特定の機能の類似点および相違点について詳細に説明しています。
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Fast
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IOE
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表 2–2. HardCopy IIデバイスとStratix II FPGAの機能の実装  （１/２）

特長 類似点 相違点

ロジック・ブロック √

DSPブロック √

メモリ √
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HardCopy IIと Stratix IIの類似点と相違点

Stratix II FPGAデバイスとHardCopy IIデバイスの主な類似点および相
違点を以下に示します。

■ HardCopy IIの消費電力は、同じ周波数で動作する同等の Stratix II
FPGAと比較して最大 50%低減されます。消費電力はデザインによ
り異なり、デザインの性能およびリソースの利用率が直接反映され
ます。

■ HardCopy IIデバイスは、Stratix II FPGAプロトタイプと比較して最
大 100% の性能の向上を実現します。性能の向上は、ロジック・ブ
ロックの効率的な使用、メタル・インタコネクトの最適化、ダイ・
サイズの縮小およびカスタマイズされた信号のバッファリングに
よって達成されます。

■ HCellとよばれるロジック・ブロックは、HardCopy IIデバイスのコ
ア・ロジックの基本的なビルディング・ブロックであり、Stratix II
デバイスのアダプティブ・ロジック・モジュール（ALM）の代わり
となるものです。HCells は、ロジックおよび DSP ファンクション
を実装します。

■ DSPブロック・ファンクションは、専用DSPブロックではなくHCell
を使用して実装されます。

■ M4KおよびM-RAMメモリ・ブロックは、トゥルー・デュアル・ポー
ト、シンプル・デュアル・ポート、シングル・ポート RAM、ROM、
FIFO （First-In First-Out）バッファなど、様々なタイプのメモリを
パリティ付きまたはパリティなしで実装できます。

■ Stratix II FPGAと異なり、HardCopy II M4KブロックをRAMとして
使用する場合、その内容をメモリ初期化ファイル（.mif）で事前に
ロードすることはできません。ROMとして使用する場合、
HardCopy II M4Kブロックは ROMの内容に初期化されます。

クロック・ネットワーク √
PLL √

I/O機能 √

コンフィギュレーション (1) √

表 2–2の注 :
(1) HardCopy II ストラクチャード ASIC は、パワーアップ時にコンフィギュレー

ションする必要はありません。

表 2–2. HardCopy IIデバイスとStratix II FPGAの機能の実装  （２/２）

特長 類似点 相違点
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■ RAMとして使用する場合、non-registered出力モードを選択すると、
HardCopy II M4KおよびM-RAMブロックの出力はパワーアップ時
は不定です。Stratix II FPGA では、パワーアップ時に M4K ブロッ
クの出力はクリアされ、M-RAM ブロックの出力は不定です。
registerd 出力モードを選択すると、HardCopy II の M4K および
M-RAMブロックの両方で出力がクリアされます。

■ いずれのインスタンスにおいてもメモリの内容は不定です。
■ HardCopy IIクロック・ネットワークと Stratix II FPGAクロック・

ネットワークの機能はすべて同じです。
■ enhanced PLLおよび fast PLLのHardCopy IIデバイスへの実装は、

Stratix II FPGAと同じです。
■ Stratix IIのI/O機能およびサポートされているI/O規格は、HardCopy II
デバイスでもすべて提供されています。

■ JTAG（Joint Test Action Group）バウンダリ・スキャンの順序およ
び長さは、HardCopy IIデバイスと Stratix II FPGAデバイスで異な
ります。順序を変更し短くなったバウンダリ・スキャン・チェイン
を記述した、HardCopy II用の BSDL（Boundary-Scan Description
Language）ファイルを使用してください。

■ Stratix IIデバイスとは異なり、HardCopy IIデバイスは2つのメタル
層を使用してカスタマイズされます。このため、コンフィギュレー
ション回路は不要です。リモート・システム・アップグレードおよ
びコンフィギュレーション・ビット・ストリーム暗号化を使用した
デザイン・セキュリティを含む FPGAコンフィギュレーション・エ
ミュレーションおよび他のコンフィギュレーション・モードは、
HardCopy IIデバイスではサポートされません。

■ コンフィギュレーションが不要な場合でも、CRC_ERRORピンの機能
は、Quartus IIソフトウェア・バージョン6.0以降により、HardCopy II
でサポートされます。この機能を削除するために、Stratix IIデザイ
ンを再コンパイルする必要はありません。

本章で説明するHardCopy IIと Stratix II FPGAのアーキテクチャ
および機能の類似点および相違点についての情報は、補足的なも
のです。HardCopy IIで使用可能なリソースの類似点および相違
点について詳しくは、このハンドブックの「Stratix IIデバイス・
リソースの HardCopy IIデバイスへの移行」の章を参照してくだ
さい。また、「Stratix IIデバイス・ハンドブック」では、HardCopy II
デバイスと似たアーキテクチャ機能およびファンクションにつ
いて詳細に説明しています。
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HCell

HCell HardCopy II デバイスは、HCell と呼ばれる微細なアーキテクチャ・ブ
ロック・アレイを使用して構築されています。HCell は、Stratix II デバ
イスと同じ 1.2 V、90 nmプロセステクノロジをベースにしたロジック・
トランジスタで構成されています。HCell を使用したロジックの構造は
柔軟性のある機能を提供し、HCellを組み合わせることで Stratix IIの機
能で実現可能なロジックの組み合わせを複製することができます。これ
のHCellは、図 2–1に示すHCell領域を構成します。HCellの利用を最
適化するため、カスタマ・デザインの実装に必要な HCellのみが集めら
れます。未使用のHCellロジック・ファブリック領域はパワーダウンさ
れるため、Stratix II FPGAプロトタイプと比較して消費電力が大幅に削
減されます。

Quartus II ソフトウェアは、pre-characterized HCell マクロ・ライブラ
リを使用して Stratix II ALM および DSP コンフィギュレーションを
HardCopy II HCell ベースのロジック・ファブリックに配置します。
HCellマクロは、アレイ内で HCellグループを接続する方法を定義しま
す。HCellマクロは、Stratix II ALMにより実装可能な組み合わせロジッ
ク、加算器およびレジスタ機能のすべての組み合わせを構築することが
できます。ALMコンフィギュレーションに使用されないHCellは、DSP
ブロック・ファンクションの実装に使用できます。

Quartus II ソフトウェアは、デザイン要件に基づきデザイン機能を実装
するのに最適なHCellマクロを選択します。例えば、Stratix II ALMは、
柔軟なルック・アップ・テーブル（LUT）ブロック、レジスタ、演算ブ
ロックおよびLABワイド・コントロール信号を提供します。HardCopy II
デバイスでは、デザインにこれらのアーキテクチャ・エレメントが必要
な場合、Quartus IIシステム・ツールがデザインを適切な HCellにマッ
ピングします。それにより Stratix II FPGAプロトタイプと比較して性能
が向上します。

Stratix II FPGA は、各 DSP ファンクションを実装するための専用 DSP
ブロックを内蔵しています。Stratix II DSPブロックは、乗算器ブロック、
乗算器 /減算器 /アキュムレータ・ブロック、サメーション・ブロック、
入力および出力インタフェースおよび入力および出力レジスタで構成さ
れています。HardCopy IIデバイスでは、HCellマクロは Stratix II FPGA
の専用 DSP ブロックと同等の面積効率および性能を持つ Stratix II DSP
ブロック機能を実装します。

次の 8つのHCellマクロにより、Stratix II DSPブロックでサポートされ
る 8つの動作モードが実装されます。

■ 9 × 9乗算器
■ 9 × 9 2乗算器・加算器（9 × 9複素数乗算）
■ 9 × 9 4乗算器・加算器
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■ 18 × 18乗算器
■ 18 × 18 2乗算器・加算器（18 × 18複素数乗算）
■ 18 × 18 4乗算器・加算器
■ 52ビット（18 × 18）乗算アキュムレータ
■ 36 × 36乗算器

デザインのDSPファンクションの実装に必要なHCellのみイネーブルさ
れます。DSPファンクションで不要な HCellは、ALMコンフィギュレー
ションで使用でき、これによって効率的なロジックの使用が可能になり
ます。面積管理に加え、これらの HCell マクロを配置することにより、
配線と性能が最適化されます。

専用 DSPブロックを使用した 18 × 18乗算器の Stratix II FPGAへの実装
と、HCellを使用したHardCopy IIデバイスへの実装を比較すれば、ロ
ジック領域の効率的な使用法の一例を知ることができます。Stratix II
DSPファンクションで 1個の 18 × 18乗算器のみ必要な場合、他の 3個
の 18 × 18乗算器および DSPブロックの加算器出力ブロックは使用され
ません（図 2–2）HardCopy II デバイスでは、DSP ファンクションに使
用されないHCellベースのロジック・ファブリックを、他の組み合わせ
ロジック、加算器、およびレジスタ・ファンクションの実装に使用する
ことができます。
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HCell

図 2–2. Stratix II DSPブロックと HardCopy II HCell 18 × 18ビット乗算器の実装

HardCopy IIデバイスは、すべての Stratix II DSPコンフィギュレーショ
ン（9 × 9、18 × 18、および 36 × 36乗算器）、およびダイナミック符号コ
ントロール、ダイナミック加算 /減算、飽和、丸め、およびダイナミッ
ク入力シフト・レジスタなど、ダイナミック・モード切り替え以外のす
べての Stratix II DSPブロック機能をサポートします。

ダイナミック・モード切り替えにより、設計者は Stratix II の各 DSP ブ
ロックを、以下の 3つのモードでダイナミックに切り替わるようにセッ
トアップできます。

■ 最大 4個の独立した 18ビット乗算器
■ 最大 2個の 8ビット乗算アキュムレータ
■ 1個の 36ビット乗算器 

Stratix IIの DSPブロックの各半分には、個別のモード・コントロール信
号があります。DSP ブロック・ファンクションは、HCell を使用して
HardCopy II デバイスに実装されるため、HardCopy II デバイスはダイ
ナミック・モード切り替えをサポートしません。この機能を使用した場
合、Quartus IIソフトウェアがその DSP実装について警告を出し、デザ
インを移行することはできません。フィッタは、必ずしもすべての
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HardCopy IIデバイスにデザインとの互換性がないことをレポートしま
す。Stratix IIデザインをHardCopy IIコンパニオン・デバイスに移行す
るには、DSPブロックでのダイナミック切り換えをディセーブルします。

Stratix II DSP 動作モードについて詳しくは、「Stratix II デバイス・ハン
ドブック」を参照してください。

エンベデッド・
メモリ

HardCopy II メモリ・ブロックは、トゥルー・デュアル・ポート、シン
プル・デュアル・ポート、およびシングル・ポート RAM、ROM、およ
び FIFO バッファを含むさまざまなタイプのメモリを、パリティ付きま
たはパリティなしで実装することができます。HardCopy IIデバイスは、
Stratix II FPGAと同じメモリ・ファンクションおよび機能をサポートし
ます。

両方のデバイスともメモリの機能は同じです。しかし、使用できるメモ
リ・ブロック数は、集積度によって異なります（表 2–3）。

HardCopy IIデバイスでは、デバイス機能が固定されているため、M4K
ブロックを RAM としてコンフィギュレーションする場合、その内容を
MIF で事前にロードしたり初期化することはできません。M4K ブロッ
クを ROM として使用する場合、デザインの ROM の内容に初期化され
ます。

HardCopy II M4Kメモリ・ブロックに対しラッチなし出力モードを使用
すると、出力は初期化されずにパワーアップします。HardCopy II M4K
メモリ・ブロックに対しラッチ付き出力モードを使用すると、出力はパ
ワーアップ時にクリアされます。設計者は、メモリ・ブロックの初期パ
ワーアップ値を評価するロジックを設計するときは、これらを考慮に入
れる必要があります。

表 2–3. HardCopy IIエンベデッド・メモリ・リソース

特長 HC210W HC210 HC220 HC230 HC240

M4K RAMブロック数
（4 Kビット）

190 190 408 614 768

M-RAMブロック数
（512Kビット）

0 0 2 6 9

トータル RAMビット数
（ビット）

875,520 875,520 3,059,712 6,368,256 8,847,360
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エンベデッド・メモリ

HardCopy IIエンベデッド・メモリは、M4KおよびM-RAMメモリ・ブ
ロックで構成され、Stratix II M4K および M-RAM リソースからの 1 対
1 のマッピングを備えています。表 2–4 に、各種 RAM ブロックのサイ
ズと特長を示します。

Stratix II メモリ・ブロックについて詳しくは、「Stratix II デバイス・ハ
ンドブック」を参照してください。 

表 2–4. HardCopy IIエンベデッド・メモリの機能一覧  （１ /２）  注 (1)、(2)、(3)

特長 M4Kブロック M-RAMブロック

最大性能 (1)、(4) 350 MHz 350 MHz

トータル RAMビット数
（パリティ・ビットを含む）

4,608 589,824

構成 4K × 1
2K × 2
1K × 4
512 × 8
512 × 9

256 × 16
256 × 18
128 × 32
128 × 36

64K × 8
64K × 9

32K × 16
32K × 18
16K × 32
16K × 36
8K × 64
8K × 72

4K × 128
4K × 144

パリティ・ビット √ √

バイト・イネーブル √ √

パック・モード √ √

アドレス・クロック・イネーブル √ √

シングル・ポート・メモリ √ √

シンプル・デュアル・ポート・メモリ √ √

トゥルー・デュアル・ポート・メモリ √ √

エンベデッド・シフト・レジスタ √
ROM √

FIFOバッファ √ √

シンプル・デュアル・ポートの異なる
データ幅のサポート √ √

トゥルー・デュアル・ポートの異なる
データ幅のサポート √ √

メモリ初期化ファイル（.mif） ROMモード以外ではサポート
されていません

サポートされていません
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PLLおよび
クロック・
ネットワーク

HardCopy IIの enhanced PLLおよび fast PLLは豊富な機能を備えてお
り、クロック・スイッチオーバ、リコンフィギュレーション可能な位相
シフト、PLL リコンフィギュレーション、およびリコンフィギュレー
ション可能な帯域幅など、先進的な機能をサポートしています。PLLは、
逓倍、分周、位相シフト、およびプログラマブル・デューティ・サイク
ルをサポートする汎用クロック管理に使用されます。さらに、enhanced
PLL は外部クロック・フィードバック・モード、スペクトラム拡散ク
ロック、およびカウンタ・カスケードをサポートしています。fast PLL
は、高速差動I/Oインタフェースを駆動する高速出力を提供しています。 

Stratix II PLLのすべての機能は、HardCopy II PLLでサポートさ
れています。

Stratix II FPGA同様、HardCopy IIデバイスも未使用クロック・ネット
ワークをディセーブルできるパワーダウン・モードをサポートしていま
す。HardCopy IIおよび Stratix IIクロック・コントロール・ブロックは、
最大 4つのソースの中からの入力クロックのダイナミック選択をサポー
トしており、複数（最大 4つ）のクロック・ソースから選択できる柔軟
性を提供します。

混合クロック・モード √ √

パワーアップ時の状態 (2) 出力は不定 出力は不定

レジスタ・クリア (3) 出力レジスタのみ 出力レジスタのみ

同一ポートに対する
Read-During-Write

正クロック・エッジで新しいデー
タ利用可能

正クロック・エッジで新しいデー
タ利用可能

混在ポートに対する
Read-During-Write

出力は不定または旧データに設定 不定の出力

表 2–4の注 :
(1) デバイス特性評価まで、最大性能情報は暫定仕様です。
(2) メモリ・セルはランダムにパワーアップするため、書き込み前の読み出しは無効です。読み出す前にメモリ位置

に書き込みます。
(3) 出力レジスタがクリアされても、メモリ・セルはランダムにパワーアップします。そのため、書き込み前の読み

出しは無効です。読み出す前にまずメモリ位置に書き込んでください。
(4) アドレス・レジスタに対するセットアップ・タイムまたはホールド・タイム要件に違反があると、メモリの内容

が破壊される可能性があります。これはリードおよびライトの両方の動作に当てはまります。

表 2–4. HardCopy IIエンベデッド・メモリの機能一覧  （２ /２）  注 (1)、(2)、(3)

特長 M4Kブロック M-RAMブロック
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Enhancedおよび Fast PLL
使用できる PLLの数は集積度に応じて異なります（表 2–5）。 

サポートする enhanced PLLの数が、ターゲットHardCopy IIデバイス
とプロトタイプの Stratix II FPGA で異なる場合があります。しかし、
HardCopy II enhanced PLLおよび fast PLLは、同様の機能セット（2–15
ページの表 2–7）を備えているため、enhanced PLLの代わりに fast PLL
を使用できる場合があります。HardCopy II デバイスで使用可能なリ
ソースに対応するために、デザインで使用する PLLのタイプは、
Quartus IIソフトウェアを使用して選択する必要があります。

表 2–6に、デバイスの集積度別に使用可能な PLLを示します。図 2–3に、
各 PLLの位置を示します。FPGAを使用したプロトタイプ作成ステージ
で、HardCopy II デバイスで使用する最適な数の enhanced PLL および
fast PLLを選択する必要があります。表 2–6を使用して、FPGAプロト
タイプ・デザインで、HardCopy IIデバイスと同じ PLLリソースを使用
してください。 

表 2–5. HardCopy IIの PLL

特長 HC210W HC210 HC220 HC230 HC240
enhanced PLL 2 2 2 4 4

fast PLL 2 2 2 4 8

表 2–6. HardCopy IIで使用可能な PLL 注 (1)

デバイス
fast PLL enhanced PLL

1 2 3 4 7 8 9 10 5 6 11 12
HC210W √ √ √ √
HC210 √ √ √ √
HC220 √ √ √ √
HC230 √ √ √ √ √ √ √ √
HC240 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

表 2–6の注 :
(1) HC210Wデバイスの PLL性能は、Stratix II FPGAプロトタイプと異なる場合があります。
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図 2–3. HardCopy IIの PLLの位置 注 (1)、(2)

図 2–3の注 :
(1) PLLはデバイスの周辺またはコア内部に位置する場合があります。
(2) これはデバイスのダイ・レベルの上面図であり、PLLの位置をグラフィカルに表現しています。

HardCopy II デバイスの PLL は、Stratix II FPGA の PLL と同じ機能を
継承します。したがって、HardCopy IIの PLLは、PLLリコンフィギュ
レーションをサポートします（PLLはユーザ・モードでダイナミックに
コンフィギュレーションできます）。

FPLL7CLK FPLL10CLK

FPLL9CLK

CLK[8..11]

FPLL8CLK

CLK[3..0]

7

1

2

8

10

4

3

9

511

612

CLK[7..4]

CLK[15..12]

PLLs
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PLLおよびクロック・ネットワーク

HardCopy II の enhanced PLL および fast PLL は、Stratix II の PLL リ
ソースからの 1対 1のマッピングをサポートしています。表 2–7に、各
種 PLLを示します。Stratix IIの PLLについて詳しくは、「Stratix IIデバ
イス・ハンドブック」を参照してください。 

表 2–7.  HardCopy IIの PLLの特長

特長 enhanced PLL fast PLL

クロックの逓倍と分周 m/(n × ポスト・スケール・
カウンタ ) (1)

m/(n × ポスト・スケール・
カウンタ ) (2)

位相シフト 最小 125psの増分量 (3) 最小 125psの増分量 (3)

クロック・スイッチオーバ √ √ (4)

PLLリコンフィギュレーション √ √

リコンフィギュレーション可能な帯域幅 √ √

スペクトラム拡散クロッキング √

プログラマブル・デューティ・サイクル √ √

PLLあたりのクロック出力数 (5) 6 4 

PLLあたりの専用外部クロック出力数 3 つの差動出力または 6 つの
シングル・エンド出力

 (6)

PLLあたりのフィードバック・クロック入力数 1 (7)

表 2–7の注 :
(1) enhanced PLLでは、mおよび nの範囲は 1～ 512で、ポストスケール・カウンタの範囲は 1～ 512です（デュー

ティ・サイクル 50%）。デューティ・サイクルが 50%以外のクロック出力の場合、ポスト・スケール・カウンタ
の範囲は 1～ 256です。

(2) fast PLL では、n の範囲は 1 ～ 4 です。ポスト・スケール・カウンタおよび m カウンタの範囲は 1 ～ 32 です。
デューティ・サイクルが 50%以外のクロック出力の場合、ポスト・スケール・カウンタの範囲は 1～ 16です。

(3) 最小位相シフトは、動作制御発振器（VCO）の周期を 8で除算して求められます。サポートされる位相シフトの
範囲は 125～ 250 psです。HardCopy IIデバイスはすべての出力周波数を最小 45°の増分でシフトできます。周
波数および分周パラメータによっては、より細かな微調整も可能です。デューティ・サイクルが 50% 以外のク
ロック出力の場合、ポスト・スケール・カウンタの範囲は 1～ 256です。

(4) HardCopy IIの fast PLLは、マニュアル・クロック・スイッチオーバのみサポートします。
(5) クロック出力は、内部クロック・ネットワークまたはピンにドライブできます。
(6) Fast PLLの PLLクロック出力は、外部クロック出力として使用される任意の I/Oピンにドライブできます。高

速差動 I/Oピンの場合、デバイスはデータ・チャネルを使用してトランスミッタ出力クロック（txclkout）を
生成します。

(7) デザインで外部フィードバック入力ピンが使用されている場合、1本（または fBINが差動の場合は 2本）の専用
外部クロック出力ピンがなくなります。
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クロック・ネットワーク
HardCopy II デバイスには、グローバル・クロック・ネットワークまた
はリージョナル・クロック・ネットワークをドライブ可能な 16 本のク
ロックピン（CLK[15..0]）があります。CLKピンは、クロック・ポー
トまたはデータ入力をドライブできます。

Stratix II FPGAデバイス同様、HardCopy IIデバイスは 16の専用グロー
バル・クロック・ネットワーク、32のリージョナル・クロック・ネット
ワークを提供します。これらのクロックは、小さなスキューおよび遅延
で 4分割されたデバイス・エリアごとに 24個の独立したクロックを提供
するように編成されています。このクロック方式によって、HardCopy II
デバイス全体で最大 48 の独立したクロック・ドメインを提供します。
表 2–8に、HardCopy IIデバイスで利用できるクロック・リソースおよ
び機能を示します。

HardCopy II デバイスは、各グローバル・クロック・ネットワークおよ
びリージョナル・クロック・ネットワークで利用できる Stratix IIクロッ
ク・コントロール・ブロックと同じ機能もサポートします。コントロー
ル・ブロックは以下の 2つの機能を備えています。

表 2–8. HardCopy IIデバイスで利用できるクロック・ネットワーク・リソースおよび機能

リソースおよび機能 可用性

グローバル・クロック・ネットワーク数 16

リージョナル・クロック・ネットワーク数 32

グローバル・クロック入力ソース クロック入力ピン、PLL出力、ロジック・アレイ

リージョナル・クロック入力ソース クロック入力ピン、PLL出力、ロジック・アレイ

エリア内の独立したクロック・ソース数 24（16 グローバル・クロックおよび 8 リージョナル・
クロック）

デバイス全体の独立したクロック・リソース数 48（16グローバル・クロックおよび 32リージョナル・
クロック）

パワーダウン・モード グローバル & リージョナル・クロック・ネットワーク、
デュアル・リージョナル・クロック領域

高ファンアウト・アプリケーション用クロック領域 エリア領域、デュアル・リージョナル、グローバルまた
はリージョナル・クロック・ネットワークを通じてデバ
イス全体
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I/Oの構造と特長

■ クロック・ソースの選択（グローバル・クロックに対してはダイナ
ミック選択）
ユーザは、2 つの PLL 出力、2 本のクロック・ピン（CLKp または
CLKn）、あるいはクロック・ピンまたは PLL出力の組み合わせの中
からダイナミックに選択できます。

■ クロックのパワーダウン（ダイナミック・クロック・イネーブル /
ディセーブル）
HardCopy II デバイスでは、ユーザ・モードでクロックのオンとオ
フをダイナミックに切り替えることができます。

I/Oの構造と
特長

HardCopy II IOE の構造と特長は、Stratix II と同じです。Stratix II IOE
に実装されている機能は、いずれも Hardcopy II IOEに移行できます。

HardCopy IIデバイスの IOE機能セットは、以下に示す 3つのカテゴリ
に分類することができます。

■ 汎用 IOE—デザインで最も一般的に使用される I/Oタイプです。
■ メモリ・インタフェース IOE—一般的な外部メモリ規格とのインタ
フェース機能を含みます。

■ 高速 IOE—データの高速送信および受信をサポートします。

Stratix II FPGAのすべての I/Oピンは、LVTTLおよび LVCMOS I/O規
格を含む汎用 I/O規格をサポートします。Stratix II FPGAでは、PCIク
ランプ・ダイオードおよびメモリ・インタフェースは、デバイスのトッ
プおよびボトム I/Oピンでサポートされ、高速インタフェースは、左側
および右側の I/Oピンでサポートされます。

HardCopy IIデバイスの新しい汎用 IOEには、コストの節約および面積
効率での利点があります。一般的に使用する機能を提供しつつ、複雑な
メモリ・インタフェースおよび高速 IOE回路をなくすことで、ダイ面積
を節約します。メモリ・インタフェース IOEは、汎用 IOEで使用できる
すべての機能をサポートします。高速 IOEも、PCIクランプ・ダイオー
ド（HC210およびHC220デバイスではボトム汎用 IOEでサポート）を
除き、汎用 IOEと同じ機能および I/O規格をサポートします。

HardCopy IIデバイスの I/O面積効率を向上させるために、任意の IOE
で利用できる機能は位置によって異なります。
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表 2–9に、各種 IOEタイプでサポートされる I/O規格を示します。

表 2–9. HardCopy IIでサポートされる I/O規格  （１ /２）

I/O規格 タイプ
VCCIOレベル (V) メモリ・

インタフェース
IOE

汎用
IOE

高速
IOE入力 出力

3.3-V LVTTL/LVCMOS シングル・エンド 3.3/2.5 3.3 √ √ √
2.5-V LVTTL/LVCMOS シングル・エンド 3.3/2.5 2.5 √ √ √
1.8-V LVTTL/LVCMOS シングル・エンド 1.8/1.5 1.8 √ √ √
1.5-V LVCMOS シングル・エンド 1.8/1.5 1.5 √ √ √
SSTL-2 Class I リファレンス電圧 2.5 2.5 √
SSTL-2 Class II リファレンス電圧 2.5 2.5 √
SSTL-18 Class I リファレンス電圧 1.8 1.8 √
SSTL-18 Class II リファレンス電圧 1.8 1.8 √
1.8-V HSTL Class I リファレンス電圧 1.8 1.8 √
1.8-V HSTL Class II リファレンス電圧 1.8 1.8 √
1.5-V HSTL Class I リファレンス電圧 1.5 1.5 √
1.5-V HSTL Class II リファレンス電圧 1.5 1.5 √
PCI/PCI-X シングル・エンド 3.3 3.3 √ (2) √ (2)

差動 SSTL-2 Class Iおよび II
入力

擬似差動 (1) 3.3/2.5/ 
1.8/1.5

(3)

差動 SSTL-2 Class Iおよび II
出力

擬似差動 (1) 2.5 (3)

差動 SSTL-18 Class Iおよび II
入力

擬似差動 (1) 3.3/2.5/ 
1.8/1.5

(3)

差動 SSTL-18 Class Iおよび II
出力

擬似差動 (1) 1.8 (3)

1.8-V差動 HSTL Class Iおよび
II入力 

擬似差動 (1) 3.3/2.5/ 
1.8/1.5

(3)

1.8-V差動 HSTL Class Iおよび
II出力 

擬似差動 (1) 1.8 (3)

1.5-V差動 HSTL Class Iおよび
II入力 

擬似差動 (1) 3.3/2.5/ 
1.8/1.5

(3)

1.5-V差動 HSTL Class Iおよび
II出力 

擬似差動 (1) 1.5 (3)
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I/Oの構造と特長

この 3つのタイプの IOEは、デバイス内の異なるエリアに配置されてい
ます。これについては、次の項で説明しています。Stratix II FPGA同様、
HardCopy IIデバイスは 8つの I/Oバンクを内蔵しています。図 2–4か
ら 2–6に、各バンクがサポートする I/Oタイプを示します。

LVDS 差動 2.5 2.5 (5) (4)、
(6) √

HyperTransport™テクノロジ 差動 2.5 2.5 (5) (4)、
(6) √

LVPECL 差動 3.3/2.5/ 
1.8/1.5

(8) (8) (8)

表 2–9の注 :
(1) 擬似差動 HSTL および SSTL入力は、高速パスで正の極性入力のみ使用します。負入力は内部接続されていませ

ん。擬似差動 HSTL および SSTL 出力は、2 つのシングル・エンド出力を 2 番目の出力が反転するようにプログ
ラムして使用します。これは、Stratix IIデバイスの実装に似ています。

(2) PCIクランプ・ダイオードは、デバイスのトップ・サイドおよびボトム・サイドのI/Oピンでのみサポートされます。
(3) この I/O規格は、DQS、CLK、および PLL_FBの各入力ピンまたは PLL_OUT出力ピンでのみサポートされます。
(4) この I/O規格は、ボトムCLKおよびPLL_FB入力ピン、またはボトムPLL_OUT出力ピンでのみサポートされます。
(5) この I/O規格は、CLKおよび PLL_FB入力ピン、または PLL_OUT出力ピンでのみサポートされます。
(6) CLK9および CLK11ピンでもサポートされています。
(7) この I/O規格は、CLKおよび PLL_FB入力ピンでのみサポートされます。
(8) LVPECL 入力 I/O 規格は、トップおよびボトム CLK 入力ピン、および PLL_FB 入力ピンでサポートされます。

LVPECL 出力 I/O 規格は、トップおよびボトム PLL_OUT 出力ピンでサポートされます。LVPECL サポートは、
Stratix IIデバイスに似ています。

表 2–9. HardCopy IIでサポートされる I/O規格  （２ /２）

I/O規格 タイプ
VCCIOレベル (V) メモリ・

インタフェース
IOE

汎用
IOE

高速
IOE入力 出力
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図 2–4. HC210および HC220デバイスの I/Oタイプのサポート 注 (1)、(2)

Bank 4
Memory Interface IOEsPLL 5

Bank 9

Bank 7
General Purpose IOEs

Bank 8
General Purpose IOEs

PLL 6

Bank 10

I/O banks 3 & 4 support 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V LVTTL/
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図 2–5. HC230デバイスの I/Oタイプのサポート 注 (1)、(2)
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図 2–6. HC240デバイスの I/Oタイプのサポート 注 (1)、(2)
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PCIクランプ・ダイオードを除いて、汎用 IOEと同じ機能を提供します。
Stratix II FPGAでは、すべての IOEは、トップおよびボトム I/Oピンで
のみサポートされるPCIダイオードを除く汎用 IOE機能をサポートしま
す。

汎用 IOEは、以下に示すような多くの特長を備えています。

■ 専用シングル・エンド I/Oバッファ
■ 3.3 V、64ビット、66 MHz PCI仕様に準拠
■ 3.3 V、64ビット、133 MHz PCI-X 1.0仕様に準拠
■ JTAGバウンダリ・スキャン・テスト（BST）のサポート
■ オンチップ・ドライバ直列終端（キャリブレーションなし）
■ 出力ドライブ強度コントロール
■ トライ・ステート・バッファ
■ バス・ホールド回路
■ プログラマブル・プルアップ抵抗
■ オープン・ドレイン出力
■ PCIクランプ・ダイオード（ボトム I/Oピンでのみサポート）
■ DDR （Double Data Rate）レジスタ

汎用 IOEは、以下の I/O規格をサポートしています。

■ 3.3-V LVTTL/LVCMOS
■ 2.5-V LVTTL/LVCMOS
■ 1.8-V LVTTL/LVCMOS
■ 1.5-V LVCMOS
■ 3.3-V PCI
■ 3.3-V PCI-X mode 1

汎用 CLKおよび PLL_FB入力ピン、および PLL_OUT出力ピンは、以下
の I/O規格をサポートします。

■ LVDS
■ HyperTransportテクノロジ
■ LVPECL（入力クロックおよび PLL_OUTのみ）



2–24 Altera Corporation
暫定サポート 2007年 6月

HardCopyシリーズ・ハンドブック Volume 1

利用できるプログラマブル・ドライブ強度は、使用する I/O規格によっ
て異なります（表 2–10参照）。

汎用 IOEはキャリブレーションなし直列On-Chip Terminationをサポー
トします。50および 25 Ωの直列 On-Chip Terminationは、3.3-Vまたは
2.5-Vの I/O規格で使用できます。50 Ωの直列 On-Chip Terminationは、
1.8 Vおよび 1.5 Vの I/O規格（特性評価待ち）で使用できます。

メモリ・インタフェース IOE
HC210およびHC220デバイスのメモリ・インタフェース IOEは、デバ
イスのトップに配置されます。HC230およびHC240デバイスのメモリ・
インタフェース IOEは、デバイスのトップおよびボトムに配置されます。
Stratix II FPGAでは、トップおよびボトム IOEはメモリ・インタフェー
ス IOE機能をサポートします。

メモリ・インタフェース IOEは、以下のような多くの特長を備えていま
す。

■ 専用シングル・エンド I/Oバッファ
■ 3.3 V、64ビット、66 MHz PCI仕様に準拠
■ 3.3 V、64ビット、133 MHz PCI-X 1.0仕様に準拠
■ JTAG BSTのサポート
■ オンチップ・ドライバ直列終端
■ VREFピン
■ 出力ドライブ強度コントロール
■ トライ・ステート・バッファ
■ バス・ホールド回路
■ プログラマブル・プルアップ抵抗
■ オープン・ドレイン出力
■ PCIクランプ・ダイオード

表 2–10.汎用 IOEのプログラマブル・ドライブ強度のサポート 

I/O規格 プログラマブル・ドライブ強度オプション
（mA）

3.3-V LVTTL 4, 8, 12

3.3-V LVCMOS 4, 8

2.5-V LVTTL/LVCMOS 4, 8, 12

1.8 V LVTTL/LVCMOS 2, 4, 6, 8

1.5 V LVCMOS 2, 4
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■ DQおよび DQS I/Oピン
■ DDR （Double Data Rate）レジスタ

以下の I/O 規格は、メモリ・インタフェース IOE を使用する場合にサ
ポートされ、DDRおよび DDR2 SDRAM、および QDRII、RLDRAM II、
および SDR SRAM などの外部メモリとのインタフェースに使用できま
す。

■ 3.3-V LVTTL/LVCMOS
■ 2.5-V LVTTL/LVCMOS
■ 1.8-V LVTTL/LVCMOS
■ 1.5-V LVCMOS
■ 3.3-V PCI
■ 3.3-V PCI-X mode 1
■ SSTL-2 Class Iおよび II
■ SSTL-18 Class Iおよび II
■ 1.8-V HSTL Class Iおよび II
■ 1.5-V HSTL Class Iおよび II

メモリ・インタフェース DQS、CLK、および PLL_FB 入力ピンおよび
PLL_OUT出力ピンは、以下の I/O規格をサポートします。

■ LVTTL/LVCMOS
■ SSTL-2 Class Iおよび II
■ SSTL-18 Class Iおよび II
■ 1.8-V HSTL Class Iおよび II
■ 1.5-V HSTL Class Iおよび II
■ 差動 SSTL-2 Class Iおよび II
■ 差動 SSTL-18 Class Iおよび II
■ 1.8-V差動HSTL Class Iおよび II 
■ 1.5-V差動HSTL Class Iおよび II 
■ LVDS（DQSピンではサポートされません）
■ HyperTransportテクノロジ（DQSピンではサポートされません）
■ 入力クロックおよびPLL_OUT でのみLVPECL（DQSピンではサポー
トされません）

擬似差動HSTLおよび SSTL入力は、クロックおよび DQSピンでサポー
トされ、出力は専用 PLL_OUTおよび DQSピンでサポートされます。擬
似差動HSTLおよび SSTL I/O規格は、2つのシングル・エンド出力を、
2 番目の出力が反転するようにプログラムして使用します。擬似差動
HSTL および SSTL 入力は、差動入力を 2 つのシングル・エンド HSTL
および SSTL入力として扱い、その中の 1つをデコードします。この I/O
のサポートは、Stratix II FPGAと同じです。



2–26 Altera Corporation
暫定サポート 2007年 6月

HardCopyシリーズ・ハンドブック Volume 1

HardCopy IIデバイスのすべての DQS回路の機能は、Stratix II FPGAと
同じです。表 2–11 に、各 HardCopy II デバイスでサポートされる
DQS/DQグループ数を集積度およびパッケージ別に示します。

利用できるプログラマブル・ドライブ強度は、使用する I/O規格によっ
て異なります。表 2–12に、オプションを示します。

表 2–11. DQSおよび DQバス・モードのサポート

デバイス パッケージ ×4グループ数 ×8/×9モード
のグループ数

×16/×18モード
のグループ数

×32/×36モード
のグループ数

HC210W 484ピン FineLine BGA 
（ワイヤボンド）

4 2 0 0

HC210 484ピン FineLine BGA 4 2 0 0

HC220 672ピン FineLine BGA 9 4 2 0

780ピン FineLine BGA 9 4 2 0

HC230 1,020ピン FineLine BGA 36 18 8 4

HC240 1,020ピン FineLine BGA 36 18 8 4

1,508ピン FineLine BGA 36 18 8 4

表 2–12.メモリ・インタフェース IOE のプログラマブル・ドライブ
強度のサポート

I/O規格 プログラマブル・ドライブ強度オプション
（mA）

3.3-V LVTTL 4, 8, 12, 16, 20, 24

3.3-V LVCMOS 4, 8, 12, 16, 20, 24

2.5-V LVTTL/LVCMOS 4, 8, 12, 16

1.8-V LVTTL/LVCMOS 2, 4, 6, 8, 10, 12

1.5-V LVCMOS 2, 4, 6, 8

SSTL-2 Class I 8, 12

SSTL-2 Class II 16, 20, 24

SSTL-18 Class I 4, 6, 8, 10, 12

SSTL-18 Class II 8, 16, 18, 20

1.8-V HSTL Class I 4, 6, 8, 10, 12

1.8-V HSTL Class II 16, 18, 20

1.5-V HSTL Class I 4, 6, 8, 10, 12

1.5-V HSTL Class II 16, 18, 20
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メモリ・インタフェース IOEは、キャリブレーションなしおよびキャリ
ブレーション付き直列 On-Chip Terminationをサポートします。50 Ωお
よび 25 Ωの直列 On-Chip Terminationは、3.3 V、2.5 V、または 1.8 V
の I/O規格で使用できます。50 Ωの直列 On-Chip Terminationは、1.5
Vおよび 1.2 Vの I/O規格（特性評価待ち）で使用できます。 

直列 On-Chip Termination をイネーブルすると、プログラマブ
ル・ドライブ強度のサポートは使用できなくなります。

高速 IOE
HC210、HC220、および HC230デバイスの高速 IOEは、デバイスの左
側に配置されます。HC240 デバイスの高速 IOE は、デバイスの左およ
び右側に配置されます。（方向は、シリコン・ダイの上面図に基づきま
す）。Stratix II の左および右側の I/O ピンとは異なり、HardCopy II の
左および右側の I/Oピンは、SSTLまたは HSTL I/O規格または PCIク
ランプ・ダイオードをサポートしません。Stratix II FPGAでは、右およ
び左 IOEは高速 IOE機能をサポートします。

高速 IOEは、以下のような多くの特長を備えています。

■ 専用シングル・エンド I/Oバッファ
■ 差動 I/Oバッファ
■ JTAG BSTのサポート
■ オンチップ・ドライバ直列終端（キャリブレーションなし）
■ 差動 I/O規格用の On-Chip Termination
■ 出力ドライブ強度コントロール
■ トライ・ステート・バッファ
■ バス・ホールド回路
■ プログラマブル・プルアップ抵抗
■ オープン・ドレイン出力
■ 送信シリアライザ
■ 受信デシリアライザ
■ ダイナミック・フェーズ・アラインメント（DPA）
■ DDR （Double Data Rate）レジスタ

以下の I/O規格は、高速 IOEを使用する場合にサポートされます。

■ 3.3-V LVTTL/LVCMOS
■ 2.5-V LVTTL/LVCMOS
■ 1.8-V LVTTL/LVCMOS
■ 1.5-V LVCMOS
■ LVDS
■ HyperTransportテクノロジ
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HardCopy IIデバイスのSERDESおよびDPA回路および機能は、Stratix II
FPGAと同じです。HardCopy IIデバイスは、DPAを使用する場合は最
大 1 Gbpsのレートで差動 I/O規格をサポートし、DPAを使用しない場
合は最大 840 Mbpsのレートでサポートします。表 2–13に、各
HardCopy IIデバイスの差動チャネル数を示します。

HardCopy II 高速 IOE は、デバイスの左側または右側に配置され、
Stratix IIサイドの IOEよりも少ないプログラマブル・ドライブ強度をサ
ポートします。利用できるプログラマブル・ドライブ強度は、使用する
I/O規格によって異なります。表 2–14に、オプションを示します。

高速 IOEは、レシーバ・チャネルのキャリブレーションなし直列および
差動 On-Chip Terminationをサポートします。50 Ωおよび 25 Ωの直列
On-Chip Termination は、3.3-V または 2.5-V の I/O 規格で使用できま
す。50 Ωの直列 On-Chip Terminationは、1.8-Vおよび 1.5-Vの I/O規
格（特性評価待ち）で使用できます。

表 2–13. HardCopy IIデバイスの差動チャネル数  注 (1)、(2)

チャネル

HC210W HC210 HC220 HC230 HC240

484ピン
FineLine BGA 
（ワイヤボンド）

484ピン
FineLine 

BGA

672ピン
FineLine 

BGA

780ピン
FineLine 

BGA

1,020ピン
FineLine 

BGA

1,020ピン
FineLine 

BGA

1,508ピン
FineLine 

BGA

トランスミッタ・
チャネル

13 19 29 29 44 88 116

レシーバ・
チャネル

17 21 31 31 46 92 116

表 2–13の注 :
(1) ピン数には専用 PLL入力および出力ピンは含まれていません。
(2) レシーバ・チャネルの総数は、データ・チャネルとして利用可能な 4個の専用ではないクロック・チャネルを含みます。

表 2–14.高速 IOEのプログラマブル・ドライブ強度のサポート

I/O規格 プログラマブル・ドライブ強度オプション
（mA）

3.3-V LVTTL 4, 8, 12

3.3-V LVCMOS 4, 8

2.5-V LVTTL/LVCMOS 4, 8, 12

1.8-V LVTTL/LVCMOS 2, 4, 6, 8

1.5-V LVCMOS 2, 4
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パワーアップ・
モード

ストラクチャード ASICの機能は、製造前に決定されます。したがって、
プログラム機能は必要ありません。HardCopy IIストラクチャード ASIC
は、同じ原理を踏襲しており、従来の ASIC のようなパワーアップが可
能になっています。FPGA プロトタイプ作成では、パワーアップ時にコ
ンフィギュレーションが必要ですが、HardCopy II ストラクチャード
ASICでは、コンフィギュレーションは不要です。HardCopy IIデバイス
はコンフィギュレーションをサポートしていません。設計者はプロトタ
イプ作成から製造に至るまでの開発プロセスにおいて、このことに留意
する必要があります。HardCopy IIデバイスではコンフィギュレーショ
ン・デバイスは不要ですが、パワーアップ後に nCE ピンを Lowに設定
し、nCONFIGおよびnSTATUSピンをHighに設定しなければなりません。

HardCopy IIデバイスは、FPGAコンフィギュレーション・エミュ
レーションおよびコンフィギュレーション・ビットストリーム暗
号化を使用したリモート・システム・アップグレードやデザイ
ン・セキュリティなどの他のコンフィギュレーション・モードを
サポートしません。

HardCopy IIデバイスは、インスタント・オン・モードおよび 50 ms遅
延後のインスタント・オン・パワーアップ・モードの両方をサポートし
ます。インスタント・オン・パワーアップ・モードでは、HardCopy II
デバイスは安全動作電圧に達した後すぐに使用できます。オンチップ・
パワー・オン・リセット（POR）回路がすべてのレジスタをリセットし
ます。PORが経過した後に CONF_DONE出力がトライステート状態にな
るためには、nCE、nCONFIG、および nSTATUS 信号は、適切なロジッ
ク・レベルにある必要があります。このオプションは、パワーアップ時
の ASICの機能に類似しており、製造で最も可能性の高いシナリオです。

50 ms遅延後のインスタント・オン・パワーアップ・モードでは、
HardCopy II デバイスの動作はインスタント・オン・モードとほぼ同じ
ですが、50 ms の遅延が加わる点が異なります。この遅延の間は、デバ
イスはリセット状態に保持されます。CONF_DONE 出力は、この期間中
は Lowにプルダウンされ、50 msの経過後にトライ・ステートになりま
す。

HardCopy II デバイスがサポートするパワーアップ・モードについて詳
しくは、「HardCopy シリーズ・ハンドブック」の「HardCopy シリー
ズ・デバイスでのパワーアップ・モードおよびコンフィギュレーション・
エミュレーション」の章を参照してください。
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改訂履歴 表 2–15に、本資料の改訂履歴を示します。 

表 2–15.改訂履歴 

日付 &ドキュメント・
バージョン

変更内容 概要

2007年 6月 v2.4 ● 表 2–4に、注 4を追加。

2006年 12月 v2.3 ● 表 2–1、表 2–4、および表 2–11を更新。
● 変更履歴を追加。

2006年 3月 v2.2 ● 表 2–1、表 2–9、および表 2–13を更新。
● 図 2–5および図 2–6を更新。

2005年 10月 v2.1 図を更新。

2005年 5月 v2.0 ● 表 2–1を追加。
● 機能の説明の項のDSPファンクションのHCellの情報を更新。
● 表 2–9を更新。
● 図 2–4、2–5、および 2–6を更新。

2005年 1月 v1.0 HardCopyシリーズ・ハンドブックにドキュメントを追加。
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